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Die neuen EU-Regeln des Al Acts zum
Einsatz Kiinstlicher Intelligenz zielen auf
den Schutz vor Hochrisiko-KI-Systemen ab

Auf der SMTconnect in Niirnberg wird er-
neut die Future Packaging Line vorgestellt
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Chiphersteller positionieren sich im globalen
Wettrennen um die potentesten KI-Chips

Robotik und KI bestimmen laut der Kolumne
,Plattentektonik* die kommende Dekade
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INTERNATIONAL GROUP

Qualitativ hochwertige
Basismaterialien
und Prepregs

Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen

Experimentelle Versuche zu einem neuen Multilayer-Lack fiir verbes-
serte Schirmddmpfung haben vielversprechende Ergebnisse gebracht

Die SMT-Industrie kinnte mit Hilfe von KI-Technologien bald die voll- Ventec International Group
stindige oder Teilautomatisierung von Fabriken realisieren
Ventec ist Spezialist fur die Herstellung
von hochwertigen‘Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in allen Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, Grof3britannien, Deutschland

M avar. und USA, ist niemand besser positioniert,
ENV-Multayer-Lacksysteme o1t um die Bedirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.
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Glas als Baugruppentriger in der Elektronikfertigung erméglicht
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Dle.umfangrel(?hStel RECHNEN SIE MIT BESTEM SERVICE
Onlinekalkulation bietet

neben ausgefallenen Technologien wie Impedanzen,
Aluminium- und Kupfertrager-, Dickkupfer-, Flex- und
Starrflex-Leiterplatten nun auch Rogers-HF-Hybrid-
Multilayer an. Vieles von den Sondertechnologien ist auch
in der Onlinekalkulation verfiighar.

Haben Sie Fragen?
Dann rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-Mail:
Telefon 030-7017349 oder kontakt@leiton.de

Wir beraten Sie auch gerne persénlich.
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